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Introduction

As the world leader in logic, Texas 
Instruments (TI) offers a full spectrum 
of logic functions and technologies 
that range from the mature bipolar and 
bipolar complementary metal-oxide 
semiconductor (BiCMOS) families to 
the latest advanced-CMOS families. TI 
offers process technologies with the 
logic performance and features needed 
in today’s electronic markets while 
maintaining support for traditional logic 
products. 

TI’s product offerings include the 
following process technologies or device 
families:
• AC, ACT, AHC, AHCT, ALVC, AUC, 

AUP, AVC, FCT, HC, HCT, LV-A, LV-AT, 
LVC, TVC

• ABT, ABTE, ALB, ALVT, BCT, HSTL, 
LVT, LV1T, LV4T

• CB3Q, CB3T, CBT, CBT-C, CBTLV, FB, 
FIFO’s, GTL, GTLP, JTAG, I2C, VME

• ALS, AS, F, LS, LSF, S, TTL

Logic Guide
Introduction and Contents

Today’s applications are evolving with 
greater functionality and smaller size. 
TI’s goal is to help designers easily find 
the ideal logic technology or function 
they need. Logic families are offered at 
every price/performance node along 
with benchmark delivery, reliability, and 
worldwide support. TI maintains a firm 
commitment to remain in the market 
with both leading-edge and mature 
logic lines. 

Logic suppliers have historically focused 
on speed and low power as the priori-
ties for product family improvement. As 
shown below, improved performance is 
offered by many new TI product tech-
nologies such as AUC (1.8 V) and ALVC 
(3.3 V) depending on operating voltage 
requirements. Other technologies such 
as AUP focus on delivering “best-in-
class” low-power performance.

Data sheets can be downloaded from 
the TI Web site at www.ti.com or ordered 
through your local sales office or TI 
authorized distributor. (See back cover.)
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引言

作为逻辑器件的全球领导者，德州仪器 
(TI) 提供了门类齐全的逻辑功能器件和

技术，从成熟的双极和双极互补型金属

氧化物半导体 (BiCMOS) 系列到最新的

先进 CMOS 系列等一应俱全。TI 可提

供当今电子市场所需的逻辑性能和特点

的工艺技术，同时一如既往地支持传统

的逻辑产品。

TI 的产品库包括以下工艺技术或器件系

列：

• AC、ACT、AHC、AHCT、ALVC、

AUC、AUP、AVC、FCT、HC、

HCT、LV-A、LV-AT、LVC、TVC

• ABT、ABTE、ALB、ALVT、BCT、
HSTL、LVT、LV1T、LV4T

• C B 3 Q、C B 3 T、C B T、C B T- C、

CBTLV、FB、FIFO、GTL、GTLP、
JTAG、I2C、VME

• ALS、AS、F、LS、LSF、S、TTL
当今应用的发展趋势是功能的日益增加

和尺寸的不断缩减。TI 的目标是帮助设

计人员轻松找到他们所需要的理想逻辑

器件技术或功能元件。通过在每个价格 / 
性能节点上提供逻辑器件系列，再加上

堪称业界标杆的交货、可靠性及全球性

支持，TI 信守了所做的承诺，即：凭借

最先进和成熟的逻辑产品线来继续保持

自身的市场地位。

从历史上看，在产品系列改进方面，逻

辑器件供应商一直着重优先考虑速度和

低功耗。如下图所示，诸如 AUC (1.8 V) 
和 ALVC (3.3 V) 等许多新型 TI 产品技术

均提供了改进的性能，所采用的工艺技

术取决于工作电压要求。其他技术（比

如 AUP）则专注于提供“同类最佳”的

低功耗性能。

数据表可以登录 TI 网站 (www.ti.com) 
下载，或者通过您当地的销售办事处或 
TI 的授权分销商（见封底）订购。

CMOS 电压与速度的关系曲线
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0.8-V 逻辑器件

AUC, AUP

1.2-V 逻辑器件

AUC, AUP, AVC

3.3-V 逻辑器件

AC, AHC, ALB, ALVC, ALVT, 
AUP, AVC, CBLTV, LV, LV-A, 

LVC, LVT, LV1T, AUP1T

5-V 逻辑器件

ABT, AC/ACT, AHC, AHCT, ALS, 
AS, BCT, CBT, F, LV, LV1T, LV-A, 

LS, S, TTL, CD4K, FCT2

2.5-V 逻辑器件

ALVC, ALVT, AUC, AUP, AVC,
CBTLV, LV, LV1T, LV-A, LVC 

 

1.5-V 逻辑器件

AUC, AUP, AVC

5-V+ 逻辑器件

CD4K

1.8-V 逻辑器件

ALVC, AUC, AUP, AVC, LVC, LV1T

特殊逻辑器件

BTL, ETL, GTL, GTLP, HSTL,
SSTL, SSTV, TVC, VME, LSF

Texas Instruments Logic Guide 2014  |  3

逻辑器件概要
TI 的逻辑产品世界

有些逻辑器件系列面市已有多年，最

早的产品其历史已经远远超过了 50 
年。下文为逻辑产品用户提供了目前

供货的技术系列的可视化指导及其最

佳电压电平。
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Logic Overview
IC Basics: Comparison of Switching Standards

5-V TTL
 需要TTL: ABT,
AHCT, HCT, ACT, 

双极型, LV1T, LV4T

Is VOH higher than VIH?
Is VOL less than VIL?

5-V CMOS
轨至轨 5 V

HC, AHC, AC, LV-A,
LV1T, LV4T

2.5-V CMOS
AUC, AUP, AVC,

ALVC, LVC, ALVT,
LV1T, LV4T

1.8-V CMOS
AUC, AUP, AVC,

ALVC, LVC,
LV1T, LV4T

3.3-V LVTTL
LVT, LV1T, LV4T, 
LVC, ALVC, AUP, 

LV-A, ALVT

5 V VCC

4.44 VOH

3.5 VIH

3.3 V VCC

1.5 Vt

2.4 VOH

0.8 VIL

2.0 VIH

0.4 VOL
O.5 VOL

1.5 VIL

2.5 Vt

0 GND 0 GND 0 GND 0 GND

0.45 VOL

1.17 VIH

1.2 VOH

1.8 V VCC

0.0 VIL

0.9 Vt

0.2 VOL

0.7 VIL

1.7 VIH

2.3 VOH

1.2 Vt

2.5 V VCC

5 V VCC

2.0 VIH

0.4 VOL

0.8 VIL

2.4 VOH

1.5 Vt

0 GND

D R

D

5 TTL

5 CMOS

3 LVTTL

2.5 CMOS

1.8 CMOS

R 5 TTL

是

是

是 是

是 是是

否

* 需要 VIH 容限。 

否

是

否

否

否

是*

是*

否

是*

是*

是*

否

是*

是*

是*

是*

是*

5 CMOS 3 LVTTL 2.5 CMOS 1.8 CMOS

Shown below are the switching input/
output comparison table and graphic 
that illustrate VIH and VIL, which are the 
minimum switching levels for guaranteed 
operation. Vt is the approximate switching 
level and the VOH and VOL levels are the 
guaranteed outputs for the VCC speci�ed.

逻辑器件概要
IC 基础知识：开关标准的比较

下面给出的是开关输入 / 输出对照表以及

说明 VIH 和 VIL（它们是实现有保证之操作

的最小开关电平）的图表。Vt 是近似的开

关电平，VOH 和 VOL 电平是针对规定 VCC 
的保证输出。

VOH 高于 VIH 吗？

VOL 低于 VIL 吗？
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AUC 0.8, 1.8, 2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

AUP 0.8, 1.8, 3.3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ALVC 1.8, 3.3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

AUP1T 1.8, 3.3 4 4 4 4 4 4 4 4

AVC 1.8, 3.3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

LSF 1.8, 3.3, 5 4 4 4 4 4

LV1T 1.8, 3.3, 5 4 4 4 4 4 4

LVC 1.8, 3.3, 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TS 1.8, 3.3, 5 4 4 4 4 4

TVC 1.8, 3.3, 5 4 4 4 4 4 4

AC 3.3, 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

AHC 3.3, 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

HC 3.3, 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

LV-A 3.3, 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ALB 3.3 4 4 4

ALVT 3.3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CB3Q 3.3 4 4 4 4 4 4

CB3T 3.3 4 4 4 4 4 4

CBTLV 3.3 4 4 4 4 4 4 4

GTL 3.3 4 4 4 4 4

GTLP 3.3 4 4 4 4 4 4 4 4

LVT 3.3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

VME 3.3 4 4 4 4 4 4

ABT 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ABTE 5 4 4 4

ACT 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

AHCT 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ALS 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

AS 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

BCT 5 4 4 4 4 4 4 4

CBT 5 4 4 4 4 4 4 4

CBT-C 5 4 4 4 4 4

F 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

FB 5 4 4 4 4

FCT 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

HCT 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

LS 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

LV-AT 5 4 4 4 4 4 4 4 4

S 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TTL 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CD4000 5, 10, 12 to 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Logic Overview
Technology Function Matrix
逻辑器件概要
技术功能矩阵

系列 电压

功能 特殊功能 工艺
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Logic Families
AUC and AUP1G

Advanced Ultra-Low-Voltage CMOS 
AUC
Key Features
• 1.8-V optimized performance
• VCC V, 1.8 V, and 1.2 V
• 3.6-V I/O tolerance
• Ioff spec for partial power down
• ESD protection
• Low noise

Applications
• Telecommunications equipment
• High-performance workstations
• PCs and networking servers
• Portable consumer electronics  

Advanced Ultra-Low-Power
AUP1G
Key Features
• Low static-/dynamic-power 

consumption
• Wide operating VCC range
• Input hysteresis allows for slow 

input transition
• Best in class for speed-power 

optimization
• Ioff spec for partial power down
• ESD protection

Applications
• Mobile phones
• PDAs
• Digital and video cameras
• Digital photo frames
• Embedded PC
• Video communications system

AUC Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)   pd(MAX)在 1.8 V 电压下的 t  (ns)  

SN74AUC1G125 2.7 –9/9 1.5

SN74AUC1G32 2.7 –9/9 1.5

SN74AUC245 2.7 –9/9 1.7

SN74AUC1G04 2.7 –9/9 1.2 

SN74AUC1G66 2.7 –9/9 0.2

Packaging Options
• BGA MicroStar Junior™ • SOT
• DSBGA • TSSOP
• LFBGA • TVSOP
• SC70 • UQFN
• SM8 • US8
• SON • VQFN
• SOT-23 

Packaging Options
• DSBGA • SOT
• SC70 • UQFN
• SM8 • US8
• SON • X2SON
• SOT-23 

器件 VCC (V) 驱动电流 (mA     ) ICC (µA)

SN74AUP1G07 3.6 –4/4 3.3 0.9

SN74AUP1G34 3.6 –4/4 4.1 0.9

SN74AUP1G08 3.6 –20/20 4.3 0.9

SN74AUP1G32 3.6 –20/20 4.6 0.9

SN74AUP1G00 3.6 –20/20 4.8 0.9

pd(MAX)在 3.3 V 电压下的 t  (ns)  

逻辑器件系列
AUC 和 AUP1G

主要特点

• 1.8 V 优化性能

• VCC 规格在 2.5 V、1.8 V 和 1.2 V

• 3.6 V I/O 容限

• 提供了用于部分断电的 Ioff 规格

• ESD 保护

• 低噪声

应用

• 电信设备

• 高性能工作站

• PC 和网络服务器

• 便携式消费电子产品

主要特点

• 低的静态 / 动态功耗

• 宽的工作 VCC 范围

• 输入迟滞可允许缓慢的输入转换

• 同类最佳的速度 - 功耗优化

• 提供了用于部分断电的 Ioff 规格

• ESD 保护

应用

• 移动电话

• 个人数字助理 (PDA)

• 数码相机和摄像机

• 数字相框

• 嵌入式 PC

• 视频通信系统

封装选项

• BGA MicroStar Junior™

• DSBGA

• LFBGA

• SC70

• SM8

• SON

• SOT-23

• SOT

• TSSOP

• TVSOP

• UQFN

• US8

• VQFN

封装选项

• DSBGA

• SC70

• SM8

• SON

• SOT-23

• SOT

• UQFN

• US8

• X2SON

AUC 器件示例

AUP1G 器件示例

先进的超低功耗

AUP1G

先进的超低电压 CMOS
AUC
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Logic Families
ALVC, AUP1T and AVC

Advanced Low-Voltage CMOS 
ALVC
Key Features
• VCC speci�ed at 3.3 V, 2.5 V, and 1.8 V
• Balanced drive
• Bus-hold option
• Low noise
• Damping resistor options
• ESD protection

Packaging Options
• BGA MicroStar Junior™ • SSOP
• LFBGA • TSSOP
• PDIP • TVSOP
• SO • VQFN
• SOIC 

Advanced Ultra-Low-Power
AUP1T
Key Features
• Low voltage input switching levels 

of 1.8 V and 2.5 V allows for low 
threshold level

• Accepts 1.8-V to 2.5-V logic level 
for high or low

• Only requires a single voltage to 
achieve level shifting function

• VCC  of either 2.5 V or 3.3 V

ALVC Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA) 在 3.3 V 电压下的 tpd(MAX) (ns)

SN74ALVC125 3.6 –24/24 2.8

SN74ALVCH16373 3.6 –24/24 3.6

SN74ALVC164245 6 –24/24 5.8

AUP1T Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)  ICC (µA)

SN74AUP1T17 3.6 –4/4 10 0.9

SN74AUP1T08 3.6 –4/4 10.8 0.9

SN74AUP1T32 3.6 –4/4 10.8 0.9

Applications
• Automotive
• Memory Interfaces
• Datapath communication  

Applications
• Portable electronics
• Automotive
• Signal conditioning

Packaging Options
• DSBGA 
• SON
• SC70 
• SOT-23 

Advanced Very-Low-Voltage CMOS 
AVC
Key Features
• VCC speci�ed at 3.3 V, 2.5 V, and 1.8 V
• 3.3-V I/O tolerance
• Sub-2.0-ns max tpd at 2.5 V
• Bus-hold option
• Ioff for partial power down
• Dynamic output control  

Applications
• High-performance workstations
• PCs
• Networking servers
• Telecommunication equipment

AVC Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74AVC16245 3.6 –12/12 1.7

SN74AVC16373 3.6 –12/12 2.8

SN74AVC16244 3.6 –24/24 3.5

Packaging Options
• BGA MicroStar Junior™ • TSSOP
• DSBGA • TVSOP
• SC70 • UQFN
• SM8 • US8
• SOT-23 • X2SON
• SOT 

在 1.8 V 电压下的 tpd(MAX) (ns)

在 3.3 V 电压下的 tpd(MAX) (ns)

逻辑器件系列
ALVC、AUP1T 和 AVC

主要特点

• VCC 规格在 3.3 V、2.5 V 和 1.8 V

• 平衡的驱动

• 总线保持选项

• 低噪声

• 阻尼电阻器选项

• ESD 保护

主要特点

• 1.8 V 和 2.5 V 的低电压输入开

关电平允许采用低门限电平

• 可接受针对高或低的 1.8 V 至 
2.5 V 逻辑电平

• 只需单个电压以实现电平移位

功能

• VCC 为 2.5 V 或 3.3 V

主要特点

• VCC 规格在 3.3 V、2.5 V 和 1.8 V

• 3.3 V 1/O 容限

• 在 2.5 V 电压下最大 tpd 小于 2.0 ns

• 总线保持选项

• 提供了用于部分断电的 Ioff 规格

• 动态输出控制

应用

• 高性能工作站

• PC

• 网络服务器

• 电信设备

封装选项

• BGA MicroStar Junior™
• LFBGA
• PDIP
• SO
• SOIC

• SSOP
• TSSOP
• TVSOP
• VQFN

封装选项

• DSBGA

• SON

• SC70

• SOT-23

封装选项

• BGA MicroStar Junior™
• DSBGA
• SC70
• SM8
• SOT-23

• SOT

• TSSOP
• TVSOP
• UQFN
• US8
• X2SON

先进的低电压 CMOS
ALVC

先进的超低功耗

AUP1T

先进的非常低电压

AVC

应用

• 汽车

• 存储器接口

• 数据路径通信

应用

• 便携式电子产品

• 汽车

• 信号调节

ALVC 器件示例

AUP1T 器件示例

AVC 器件示例
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Logic Families
LSF and LV1T/LV4T

Bidirectional Voltage-Level Translators
LSF
Key Features
• Bidirectional voltage translation 

without a directional pin
• Less than 1.5-ns tpd

• Supports high speed translation
• Supports hot insertion
• Bidirectional voltage translation 

between:
1.0 V � 1.8/2.5/3.3/5 V
1.2 V � 1.8/2.5/3.3/5 V
1.8 V � 2.5/3.3/5 V
2.5 V � 3.3/5 V
3.3 V � 5 V

LSF Device Examples 
器件 VCC (V) Ron(MAX) (Ω)

LSF0101 5 30 0.2

LSF0108 5 30 0.2

LSF0102 5 30 0.2

Low-Voltage CMOS Technology 
LV1T/LV4T
Key Features
• Up/down translation with a single 

power rail
• Down translation from up to 5.5-V to 

VCC level
• Optimized and balanced output drive 

(7 mA at 3.3-V VCC)
• No need for damping resistor
• Lowered switching threshold

Applications
• Computing
• Wearables
• Personal electronics
• Automotive and industrial
• Notebook

Packaging Options
• SC70 • TSSOP
• SOT-23 • VQFN

LV1T/LV4T Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74LV1T34 5.5 –8/8 8.0

SN74LV4T125 5.5 –16/16 5.5

SN74LV1T08 5.5 –8/8 5.5

Applications
• GPIO, MDIO, PMBus, SMBus, SDIO, 

UART, I2C, and other Interfaces in 
telecom infrastructure

• Industrial
• Automotive
• Personal computing
• Solid State Drive
• Base Transceiver Station
• Wireless Infrastructure 
• Notebook

Packaging Options
• SON • DSBGA
• X2SON • VQFN

在 3.3 V 电压下的 tpd(MAX) (ns)

在 3.3 V 电压下的 tpd(MAX) (ns)

逻辑器件系列
LSF 和 LV1T/LV4T

主要特点

• 双向电压转换（无定向引脚）

• tpd 小于 1.5 ns

• 支持高速转换

• 支持热插拔

• 可实现以下电压之间的双向转

换：

1.0 V ⇔ 1.8/2.5/3.3/5 V

1.2 V ⇔ 1.8/2.5/3.3/5 V

1.8 V ⇔ 2.5/3.3/5 V

2.5 V ⇔ 3.3/5 V

3.3 V ⇔ 5 V

主要特点

• 对于单个电源轨的升 / 降转换

• 从高达 5.5 V 至 VCC 电平的降

压转换

• 优化和平衡的输出驱动（在 3.3 
V VCC 时为 7 mA）

• 无需阻尼电阻器

• 降低了开关门限

封装选项

• SON

• X2SON

• DSBGA

• VQFN

封装选项

• SC70

• SOT-23

• TSSOP

• VQFN

应用

• GPIO、MDIO、PMBus、SMBus、
SDIO、UART、I2C 以及电信基础设
施中的其他接口

• 工业

• 汽车

• 个人计算

• 固态驱动器

• 基站收发器

• 无线基础设施

• 笔记本电脑

应用

• 计算

• 可穿戴式产品

• 个人电子产品

• 汽车与工业

• 笔记本电脑

双向电压电平转换器

LSF

低电压 CMOS 技术

LV1T/LV4T

LSF 器件示例

LV1T/LV4T 器件示例
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Logic Families
LVC/LVC1G and TVC

Low-Voltage CMOS
LVC/LVC1G
Key Features
• VCC  speci�ed at 3.3 V, 2.5 V, and 1.8 V
• 5-V I/O tolerance
• Series damping resistor option
• Ioff  spec for partial power down
• ESD protection

Applications
• Portable electronics
• Telecommunications equipment
• Networking servers
• Routing, clock buffering, and muxing
• Personal computing

LVC/LVC1G Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74LVC1G125 5.5 –32/32 4.5

SN74LVC245A 3.6 –24/24 6.3

SN74LVC14A 3.6 –24/24 6.4

SN74LVC1G08 5.5 –32/32 3.6

Packaging Options 
• BGA MicroStar Junior™ • SOIC
• CDIP • SON
• CFP • SOT-23
• DSBGA • SOT
• LCCC • SSOP
• LFBGA • TSSOP
• PDIP • TVSOP
• SC70 • UQFN
• SM8 • US8
• SO • USON
• VQFN • X2SON

Translation Voltage Clamp 
TVC
Key Features
• Overshoot protection
• Voltage translator or voltage clamp
• Abs 7 V to –0.5 V
• Flow-through pinout for ease of PCB 

trace routing 
• Direct interface with GTL+ levels
• ESD protection

Applications
• Automotive
• Medical
• Defense, aerospace

Packaging Options
• SM8 • TSSOP
• SOIC • TVSOP
• SSOP • US8

TVC Device Examples 
器件 VCC (V) Ron(MAX) (Ω)

SN74TVC3306 5.0 32 0.4

SN74TVC3010 5.0 12.5 4.0

SN74TVC16222A 5.5 12.5 4.0

GATE

GND

逻辑器件示意图（正逻辑）

48

1
A1 (VREF)1

2
A2

3
A3

4
A4

5
A23

24

47 46 45
B2B1 (VBIAS)1 B3

44
B4

25
B23

tpd(MAX) (ns) 在 3.3 V 电压下的

tpd(MAX) (ns) 在 3.3 V 电压下的

逻辑器件系列
LVC/LVC1G 和 TVC

主要特点

• VCC 规格在 3.3 V、2.5 V 和 1.8 V

• 5 V I/O 容限

• 串联阻尼电阻器选项

• 提供了用于部分断电的 Ioff 规格

• ESD 保护

应用

• 便携式电子产品

• 电信设备

• 网络服务器

• 路由、时钟缓冲和多路复用

• 个人计算

主要特点

• 过冲保护

• 电压转换器或电压箝位

• 绝对电压：7 V 至 － 0.5 V

• 采用直通式引出脚配置以简化 
PCB 印制线排布

• 可直接对接 GTL ＋电平

• ESD 保护

应用

• 汽车

• 医疗

• 国防、航天

封装选项

• BGA MicroStar Junior™
• CDIP
• CFP
• DSBGA
• LCCC
• LFBGA
• PDIP
• SC70
• SM8
• SO
• VQFN

• SOIC
• SON
• SOT-23
• SOT
• SSOP
• TSSOP
• TVSOP
• UQFN
• US8
• USON
• X2SON

封装选项

• SM8

• SOIC

• SSOP

• TSSOP

• TVSOP

• US8

低电压 CMOS
LVC/LVC1G

转换电压箝位

TVC

LVC/LVC1G 器件示例

TVC 器件示例
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Logic Families
AC/ACT, AHC/AHCT and HC/HCT

Advanced CMOS
AC/ACT
Key Features
• Balanced propagation delay
• Inputs are TTL-voltage compatible 

(ACT)
• Low power consumption
• ESD protection
• Center VCC pin and GND 
 con�gurations minimize high-speed  
 switching noise

Applications
• Buffer registers
• Defense, aerospace
• Working registers
• I/O ports

AC/ACT Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74ACT245 5.5 –24/24 9.0

SN74AC373 6.0 –24/24 10.5

SN74ACT08 5.5 –24/24 10

Packaging Options
• CDIP • SOIC
• CFP • SSOP
• CPGA • TSSOP
• LCCC • PDIP
• SO

Advanced High-Speed CMOS
AHC/AHCT
Key Features
• Low noise without characteristic 

overshoot/undershoot
• Low power consumption
• Small propagation delay (5.5 ns)
• 5 V and input tolerance at 3.3 V 
• Pin-for-pin compatibility

 Applications
• Industrial
• Defense, aerospace 
• Medical

High-Speed CMOS
HC/HCT
Key Features
• Low noise without characteristic 

overshoot/undershoot
• Low power consumption
• Small propagation delay (5.5 ns)
• TTL voltage-compatible inputs (HCT)
• Balanced propagation delay and tran-

sition times
• Wide operating temperature

Applications
• Automotive
• Buffer/storage registers
• Frequency synthesis and multiplication
• Shift registers
• Pattern generators

AHC/AHCT Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74AHC245 5.5 –8/8 6.5

SN74AHC123A 5.5 –8/8 14

SN74AHC1G08 5.5 –50/50 7

HC/HCT Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74HC245 6.0 –7.8/7.8 22

CD74HC123 6.0 –5.2/5.2 68

CD74HC164 6.0 –5.2/5.2 38

Packaging Options
• CDIP • SOT-23
• CFP • SOT
• LCCC • SSOP
• PDIP • TSSOP
• SC70 • TVSOP
• SO • VQFN
• SOIC 

Packaging Options
• CDIP • SOIC
• CFP • SSOP
• TSSOP • LCCC
• TVSOP • PDIP
• SO 

 

tpd(MAX) (ns) 在 5V  电压下的

tpd(MAX) (ns) 在 5V  电压下的

tpd(MAX) (ns) 在 6V  电压下的

逻辑器件系列
AC/ACT、AHC/AHCT 和 HC/HCT

主要特点

• 平衡的传播延迟

• 输入可兼容 TTL 电压 (ACT)

• 低功耗

• ESD 保护

• 中心 VCC 引脚和 GND 配置可最

大限度地降低开关噪声

主要特点

• 低噪声，没有特征过冲 / 欠冲

• 低功耗

• 小的传播延迟 (5.5 ns)

• 5 V 和输入容限（在 3.3 V）

• 具有引脚对引脚的兼容性

主要特点

• 低噪声，没有特征过冲 / 欠冲

• 低功耗

• 小的传播延迟 (5.5 ns)

• 可兼容 TTL 电压的输入 (HCT)

• 平衡的传播延迟和渡越时间

• 宽工作温度范围

封装选项

• CDIP
• CFP
• CPGA
• LCCC

• SO

• SOIC
• SSOP
• TSSOP
• PDIP

封装选项

• CDIP
• CFP
• LCCC
• PDIP
• SC70
• SO
• SOIC

• SOT-23
• SOT
• SSOP
• TSSOP
• TVSOP
• VQFN

封装选项

• CDIP
• CFP
• TSSOP
• TVSOP
• SO

• SOIC
• SSOP
• LCCC
• PDIP

先进的 CMOS
AC/ACT

先进的高速 CMOS
AHC/AHCT

高速 CMOS
HC/HCT

应用

• 缓冲寄存器

• 国防、航天

• 工作寄存器

• I/O 端口

应用

• 工业

• 国防、航天

• 医疗

应用

• 汽车

• 缓冲 / 存储寄存器

• 频率合成与倍频

• 移位寄存器

• 图形发生器

AC/ACT 器件示例

AHC/AHCT 器件示例

HC/HCT 器件示例
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Gunning Transceiver Logic (Plus)
GTL
Key Features
• 3.3-V or 3.3/5-V VCC operation with 

5-V LVTTL inputs and outputs
• High point-to-point frequencies 

with acceptable short-backplane 
frequencies

• Ioff for partial-power-down mode 
• Bias VCC circuitry allows easy internal 

precharging of backplane I/O pins
• Bus hold
• Reduced line re�ections and EMI for 

improved overall signal integrity

Applications
• Telecommunications equipment
• Servers
• Platform health management

Packaging Options
• CFP • TSSOP
• SC70 • VQFN
• SSOP 

GTL Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74GTL2014 3.6 50 8.0

SN74GTL2010 5.5 64 5.5

SN74GTL2003 5.5 64 5.5

SN74GTL2007 5.5 16 10

Logic Families
GTL and CBTLV

Low-Voltage Crossbar  Technology
CBTLV
Key Features
• Rail-to-rail switching (0 to VCC)
• Low ron (5 Ω)
• Low input/output capacitance
• High current capacity per channel
• ESD protection
• Undershoot diode clamp
• Ioff for partial-power-down mode
• Supports both digital and analog 

applications 

Applications
• Multiprocessor systems
• Bus-exchange switches
• Memory interleaving
• Bus-byte swapping

Packaging Options
• BGA MicroStar Junior™ • SSOP
• SC70 • TSSOP
• SO • TVSOP
• SOIC • UQFN
• SOT-23 • VQFN

CBTLV VIN/VOUT曲线图

VI (V)
V O

 (V
)

r O
N 

(Ω
)

VCC = 3.3 V
25

20

15

10

5

3

2

1

 0 1 2 3

CBTLV Device Examples 
器件 VCC (V) Ron(MAX) (Ω)

SN74CBTLV3257 3.6 7 0.25

SN74CBTLV16211 3.6 40 0.25

SN74CBTLV3125 3.6 40 0.25

tpd(MAX) (ns) 在3.3V  电压下的

tpd(MAX) (ns) 在3.3V  电压下的

逻辑器件系列
GTL 和 CBTLV

主要特点

• 3.3 V 或 3.3 V / 5 V VCC 操作（采

用 5 V LVTTL 输入和输出）

• 很高的点对点频率和可接受的短

背板频率

• 提供了用于部分断电模式的 Ioff 
规格

• 偏置 VCC 电路可实现背板 I/O 引
脚的简易内部预充电

• 总线保持

• 降低了线路反射和 EMI 以改善

总体信号完整性

主要特点

• 轨至轨开关切换 (0 至 VCC)

• 低 ron (5Ω)

• 低输入 / 输出电容

• 每个通道的高电流容量

• ESD 保护

• 欠冲二极管箝位

• 提供了用于部分断电模式的 Ioff 
规格

• 支持数字和模拟应用

封装选项

• CFP

• SC70

• SSOP

• TSSOP

• VQFN

封装选项

• BGA MicroStar Junior™
• SC70
• SO
• SOIC
• SOT-23

• SSOP
• TSSOP
• TVSOP
• UQFN
• VQFN

射型收发器逻辑 (Plus)
GTL

低电压交叉开关技术

CBTLV

应用

电信设备

服务器

平台健康管理

应用

• 多处理器系统

• 总线交换开关

• 存储器交错处理

• 总线 - 字节交换

GTL 器件示例

CBTLV 器件示例
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Low-Voltage, High-Bandwidth Bus-Switch Technology
CB3Q
Key Features
• Low and �at ron characteristics over 

operating range
• High bandwidth
• 0- to 5-V rail-to-rail switching on data 

I/O ports
• Bidirectional �ow with near-zero   

propagation delay 
• Low power consumption
• ESD protection
• Undershoot clamp diodes

Applications
• Broadband communications
• Networking infrastructure equipment
• Gigabit Ethernet routers
• Video processing
• Servers
• Workstations

High-Speed CMOS
CB3T
Key Features
• 3.3-V bus switch with translation fully 

supports mixed-mode signal operation
• 5-V input to 3.3-V output level shift 

with VCC  = 3.3 V
• 5-V and 3.3-V input to 2.5-V output 

level shift with VCC = 2.5 V
• High current capacity per channel
• Ioff for partial-power-down mode
• ESD protection

Applications
• Laptop computers
• PDAs
• Cell phones 
• Docking stations

Packaging Options
• BGA MicroStar Junior™ • SSOP
• SC70 • TSSOP
• SM8 • TVSOP
• SOIC • US8
• SOT-23 • VQFN

CB3T Device Examples 
器件 VCC (V) Ron(MAX) (Ω)

SN74CB3T1G125 3.6 8 0.25

SN74CB3T3125 3.6 8 0.25

SN74CB3T3306 3.6 8 0.25

SN74CB3T3245 3.6 8.5 0.25

混合模式信号操作

3 5V  V

3 3V  V (TTL)

CB3T
总线
开关

Logic Families
CB3Q and CB3T

CB3Q Device Examples 
器件 VCC (V) Ron(MAX) (Ω)

SN74CB3Q3306A 3.6 9 0.2

SN74CB3Q3125 3.6 9 0.2

SN74CB3Q3257 3.6 9 0.2

Packaging Options
• BGA MicroStar Junior™ • TVSOP
• LFBGA • US8
• SSOP • VQFN
• TSSOP 

tpd(MAX) (ns)在 3.3 V 电压下的

tpd(MAX) (ns)在 3.3 V 电压下的

逻辑器件系列
CB3Q 和 CB3T

主要特点

• 在整个工作范围内具有低且平坦的 
ron 特性

• 高带宽

• 在数据 I/O 端口上执行 0 V 至 5 V 
轨至轨开关操作

• 具有近零传播延迟的双向数据流动

• 低功耗

• ESD 保护

• 欠冲箝位二极管

主要特点

• 具有转换功能的 3.3 V 总线开关可

全面支持混合模式信号操作

• 5 V 输入至 3.3 V 输出电平移位（采

用 VCC = 3.3 V）

• 5 V 和 3.3 V 输入至 2.5 V 输出电平

移位（采用 VCC = 2.5 V）

• 每个通道的高电流容量

• 提供了用于部分断电模式的 Ioff 规格

• ESD 保护

应用

• 膝上型电脑

• 个人数字助理 (PDA)

• 蜂窝电话

• 扩展坞

封装选项

• BGA MicroStar Junior™

• LFBGA

• SSOP

• TSSOP

• TVSOP

• US8

• VQFN

封装选项

• BGA MicroStar Junior™
• SC70
• SM8
• SOIC
• SOT-23

• SSOP
• TSSOP
• TVSOP
• US8
• VQFN

低电压、高带宽总线开关技术

CB3Q

高速 CMOS
CB3T

应用

• 宽带通信

• 网络基础设施设备

• 千兆位以太网路由器

• 视频处理

• 服务器

• 工作站

CB3Q 器件示例

CB3T 器件示例
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Logic Families
LV-A/LV-AT, ALB and ALVT

Low Voltage
LV-A/LV-AT
Key Features
• VCC speci�ed at 5.0 V, 3.3 V, and 2.5 V
• Inputs are TTL voltage compatible 

(LV-AT)
• 5-V I/O tolerance
• Ioff spec for partial power down
• ESD protection
• Low noise

Applications
• Portable electronics
• Buffer memory address registers
• Bidirectional bus drivers
• I/O ports

LV-A/LV-AT Device Examples 
器件 在 5V 电压下的VCC (V) 驱动电流 (mA) tpd(MAX) (ns)

SN74LV245A 5.5 –16/16 8.5

SN74LV123A 5.5 –12/12 15

SN74LV244AT 5.5 –16/16 9.5

Packaging Options
• BGA MicroStar Junior™ • SSOP
• PDIP • TSSOP
• SO • TVSOP
• SOIC • VQFN

Advanced Low-Voltage BiCMOS 
ALB
Key Features
• State-of-the-art, advanced low-voltage 

BiCMOS technology design  
for 3.3-V operation

• Schottky diodes on all inputs to   
eliminate overshoot and undershoot

• Small high-speed switching noise
• Flow-through architecture that   

optimizes PCB layout

Applications
• Workstations
• Telecommunications equipment
• Advanced peripherals

Packaging Options
• SSOP  
• TSSOP
• TVSOP

ALB Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74ALB16244 3.6 –25/25 2.0

SN74ALB16245 3.6 –25/25 2.0

Advanced Low-Voltage CMOS Technology
ALVT
Key Features
• VCC speci�ed at 3.3 V and 2.5 V
• High-drive output: up to 64 mA
• 5-V I/O tolerance
• Power-up 3 state
• Partial power down (Ioff)
• Hot insertion
• Bus hold

Applications
• Backplane 
• Bus-driving
• Digital logic systems

ALVT Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74ALVTHR16245 3.6 –12/12 4.3

SN74ALVTH16374 3.6 –32/64 3.8

SN74ALVTH162244 3.6 –12/12 4.2

SN74ALVTH16373 3.6 –32/64 4.2

Packaging Options
• BGA MicroStar Junior™ • TSSOP
• LFBGA • TVSOP
• SSOP 

在 3.3V 电压下的tpd(MAX) (ns)

在 2.5V 电压下的tpd(MAX) (ns)

逻辑器件系列
LV-A/LV-AT、ALB 和 ALVT

主要特点

• VCC 规格在 5.0 V、3.3 V 和 2.5 V

• 输入可兼容 TTL 电压 (LV-AT)

• 5 V I/O 容限

• 提供了用于部分断电的 Ioff 规格

• ESD 保护

• 低噪声

主要特点

• VCC 规格在 3.3 V 和 2.5 V

• 高驱动输出：高达 64 mA

• 5 V I/O 容限

• 上电三态

• 部分断电 (Ioff)

• 热插拔

• 总线保持

主要特点

• 最先进的高级低电压 BiCMOS 技术

设计，适用于 3.3 V 工作电压

• 在所有输入端上均布设了肖特基二

极管，以消除过冲和欠冲

• 小的高速开关噪声

• 运用了可优化 PCB 布局的直通式架

构

封装选项

• BGA MicroStar Junior™
• PDIP
• SO
• SOIC

• SSOP
• TSSOP
• TVSOP
• VQFN

封装选项

• BGA MicroStar Junior™
• LFBGA
• SSOP

• TSSOP
• TVSOP

封装选项

• SSOP
• TSSOP
• TVSOP

低电压

LV-A/LV-AT

先进的低电压 CMOS 技术

ALVT

先进的低电压 BiCMOS
ALB

应用

• 便携式电子产品
• 缓冲存储器地址寄存器
• 双向总线驱动器
• I/O 端口

应用

• 背板
• 总线驱动
• 数字逻辑系统

应用

• 工作站

• 电信设备

• 高级外设

LV-A/LV-AT 器件示例

ALB 器件示例

ALVT 器件示例
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Logic Families
LVT, ABT/ABTE and ALS/AS/S/LS

Low-Voltage BiCMOS  Technology
LVT
Key Features
• 5.5-V maximum input voltage
• Speci�ed 2.7-V to 3.6-V supply voltage
• I/O structures support live insertion
• Rail-to-rail switching for driving CMOS
• tpd < 4.6 ns
• Allows mixed-signal operation
• Low-input leakage current

 

Applications
• Computing
• Wearables
• Personal electronics
• Automotive and industrial

Advanced BiCMOS Technology
ABT/ABTE
Key Features
• Low power dissipation
• ESD protection
• Distributed VCC and GND pin  

con�guration minimizes  high-speed 
noise

• Bus hold on data inputs eliminates 
the need for external pullup/pulldown 
resistors

Applications
• Buffer registers
• I/O ports 
• Working registers

ABT/ABTE Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74ABT245B 5.5 –32/64 3.9

SN74ABT125 5.5 –32/64 4.9

SN74ABT244A 5.5 –32/64 4.6

Schottky Logic
ALS/AS/S/LS
Key Features
• PNP inputs reduce DC loading
• Hysteresis at inputs improves noise 

margins
• Low power consumption
• Short propagation delays and high 

clock frequencies
• Fully compatible with most TTL circuits
• Wide operating temperature

Applications
• Test and measurement
• Three-state memory address drivers
• Bus-oriented receivers/transceivers
• Balanced transmission lines

ALS/AS/S/LS Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN54ALS245A 5.5 –12/12 10

SN74ALS1034 5.5 –15/24 8.0

SN54AS373 5.5 –12/32 6.0

SN74LS07 5.5 40 30

Packaging Options
• BGA MicroStar  • SO
• BGA MicroStar Junior™ • SOIC
• CDIP • SSOP
• CFP • TSSOP
• LCCC • TVSOP
• LFBGA • VQFN
• LQFP 

Packaging Options
• CDIP • SOIC
• CFP • SSOP
• LCCC • TSSOP
• LQFP • TVSOP
• PDIP • QFN
• SO 

Packaging Options
• CDIP • SO
• CFP • SOIC
• LCCC • SSOP
• PDIP • TSSOP

LVT Device Examples 
器件 在 3.3 V 电压下的VCC (V) 驱动电流 (mA) tpd(MAX) (ns) 

SN74LVTH16245A 3.6 –32/64 3.3

SN74LVTH245A 3.6 –32/64 3.5

SN74LVTH16244A 3.6 –32/64 4.1

SN74LVTH125 3.6 –32/64 3.5

在 5 V 电压下的 tpd(MAX) (ns) 

在 5 V 电压下的 tpd(MAX) (ns) 

逻辑器件系列
LVT、ABT/ABTE 和 ALS/AS/S/LS

主要特点

• 5.5 V 最大输入电压

• 2.7 V 至 3.6 V 的规定电源电压

• I/O 结构支持带电插拔

• 轨至轨开关操作用于驱动 CMOS

• tpd < 4.6 ns

• 允许混合信号操作

• 低输入漏电流

主要特点

• PNP 输入降低了 DC 负载

• 输入端上的迟滞改善了噪声裕量

• 低功耗

• 短的传播延迟和高的时钟频率

• 可全面兼容大多数的 TTL 电路

• 宽工作温度范围

主要特点

• 低功率耗散

• ESD 保护

• 分布式 VCC 和 GND 引脚配置可最大

限度地降低开关噪声

• 数据输入端上的总线保持可免除增

设外部上拉 / 下拉电阻器的需要

封装选项

• BGA MicroStar
• BGA MicroStar Junior™
• CDIP
• CFP
• LCCC
• LFBGA
• LQFP

• SO
• SOIC
• SSOP
• TSSOP
• TVSOP
• VQFN

封装选项

• CDIP

• CFP
• LCCC
• LQFP
• PDIP
• SO

• SOIC
• SSOP
• TSSOP
• TVSOP
• QFN

封装选项

• CDIP

• CFP

• LCCC

• PDIP

• SO

• SOIC

• SSOP

• TSSOP

低电压 BiCMOS 技术

LVT

先进的 BiCMOS 技术

ABT/ABTE

肖特基逻辑器件

ALS/AS/S/LS

应用

• 计算

• 可穿戴式产品

• 个人电子产品

• 汽车和工业 

应用

• 缓冲寄存器

• I/O 端口

• 工作寄存器

应用

• 测试与测量

• 三态存储器地址驱动器

• 面向总线的接收器 / 收发器

• 平衡传输线路

LVT 器件示例

ABT/ABTE 器件示例

ABT/ABTE 器件示例
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Logic Families
BCT, CBT/CBT-C and F

BiCMOS Technology
BCT
Key Features
• Low power consumption
• ESD protection
• Distributed VCC and GND pins   

minimize noise generated by  
simultaneous switching of outputs

• Designed to facilitate incident-wave 
switching for line impedances of 25 Ω 
or greater

• Controlled baseline

Applications
• Asynchronous data bus 

communication
• 3-state memory address drivers
• Clock drivers
• Bus-oriented receivers and 

transmitters

Crossbar Technology
CBT/CBT-C
Key Features
• Internal termination for control inputs
• High bandwidth
• Low and �at ON-state resistance 

characteristics
• Low differential and rising/falling edge 

skew
• TTL-compatible input levels
• ESD protection

Applications
• DDR-II
• Bus exchange application
• Automotive

Packaging Options
• CDIP • SO
• CFP • SOIC
• LCCC • SSOP
• PDIP • TSSOP

CBT/CBT-C Device Examples 
器件 VCC (V) Ron(MAX) (Ω) 在5V电压下的 tpd(MAX) (ns) 

SN74CBT16211A 5.5 12 0.25

SN74CBT3306C 5.5 12 0.15

CBT VIN/VOUT Graph
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BCT Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN74BCT125A 5.5 –15/64 7.7

SN74BCT2245 5.5 –12/12 7.8

SN74BCT245 5.5 –15/64 7

Packaging Options
• CDIP • SO
• CFP • SOIC
• LCCC • SSOP
• PDIP • TSSOP

Fast Logic
F
Key Features
• Full-carry look-ahead across   

the four bits
• Systems achieve partial look-ahead 

performance with the economy of 
ripple carry

• Operational over the full military 
temperature range

• Fully synchronous operation for 
counting

• Fully independent clock circuit

 

Applications
• Stacked or pushdown registers
• Buffer storage
• Accumulator registers
• Asynchronous data bus 

communication

F Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA) tpd(MAX) (ns) at 5 V

SN74F245 5.5 –15/64 7.0

SN74F373 5.5 –3/24 13

SN74F04 5.5 –1/20 6

Packaging Options
• CDIP • SO
• CFP • SOIC
• LCCC • SSOP
• PDIP 

在5V电压下的 tpd(MAX) (ns) 

主要特点

• 低功耗

• ESD 保护

• 分布式 VCC 和 GND 引脚配置可最大

限度地降低由输出的同时开关切换

所引起的噪声

• 专为简化入射波转换而设计，适用

于 25Ω 或更大的线路阻抗

• 受控基线

主要特点

• 在 4 个位上执行全先行进位

• 系统利用脉动进位的经济性实

现 了 部 分 先 行 性 能 (look-ahead 
performance)

• 可在整个军用温度范围内正常运作

• 用于计数的全同步操作

• 完全独立的时钟电路

主要特点

• 用于控制输入的内部终端

• 高带宽

• 低且平坦的通态电阻特性

• 低的差分和上升 / 下降边沿偏斜

• 可兼容 TTL 的输入电平

• ESD 保护

封装选项

• CDIP

• CFP

• LCCC

• PDIP

• SO

• SOIC

• SSOP

• TSSOP

封装选项

• CDIP

• CFP

• LCCC

• PDIP

• SO

• SOIC

• SSOP

封装选项

• CDIP

• CFP

• LCCC

• PDIP

• SO

• SOIC

• SSOP

• TSSOP

BiCMOS 技术

BCT

快速逻辑器件

F

交叉开关技术

CBT/CBT-C

应用

• 异步数据总线通信

• 三态存储器地址驱动器

• 时钟驱动器

• 面向总线的接收器和发送器

应用

• 堆叠式或下推式寄存器

• 缓冲存储器

• 累加寄存器

• 异步数据总线通信

应用

DDR-II
总线交换应用

汽车

逻辑器件系列
BCT、CBT/CBT-C 和 F

BCT 器件示例

CBT/CBT-C 器件示例

CBT VIN/VOUT 曲线图
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Fast CMOS Technology
FCT
Key Features
• Edge-rate control circuitry for signi�-

cantly improved noise characteristics
• Ioff supports partial-power-down mode 

operation
• ESD protection
• Matched rise and fall times
• Fully compatible with TTL input and 

output logic levels

Applications
• Programmable dividers
• Transmission lines
• High-speed, low-power bus 
• Bus interface

FCT Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

CD74FCT273 5.25 –15/48 13

CD74FCT245 5.25 –15/64 7.0

Packaging Options
• CDIP • SOIC
• CFP • SSOP
• LCC • TSSOP
• PDIP 

Logic Families
CD4000, TTL and FCT

Transistor-Transistor Logic
TTL
Key Features
• Synchronous operation
• Individual preset to each �ip-�op
• Fully independent clear input
• Gated output-control lines for enabling 

or disabling the outputs
• Load control line
• Diode-clamped inputs
• High noise immunity
• Wide operating temperature

Applications
• High-speed counting designs
• Bus buffer register
• Interfacing with high-level circuits
• Driving high-current loads

TTL Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

SN7407 5.25 40 30

SN7400 5.25 –0.4/16 5.0

Packaging Options
• CDIP • PDIP
• CFP • SO
• LCCC • SOIC

CMOS Logic
CD4000
Key Features
• Medium-speed operation: tPLH = 60 ns 

at VDD = 10 V
• Standardized, symmetrical output 

characteristics
• Separate serial outputs synchronous 

to both positive and negative clock 
edges for cascading 

Applications
• Logical comparators
• Adders/subtractors
• Parity generators and checkers
• Serial-to-parallel data conversion
• Remote control holding register

CD4000 Device Examples 
器件 VCC (V) 驱动电流 (mA)

CD4069UB 20 –6.8/6.8 60

Packaging Options
• CDIP • SO
• CDIP SB • SOIC
• CFP • TSSOP
• PDIP  

器件 VCC (V) Ron(MAX) (Ω)

CD40106B 18 240 0.02

CD4051B 18 240 0.08

CD4066B 18 240 0.02

在10V电压下的 tpd(MAX) (ns) 

在5V电压下的 tpd(MAX) (ns) 

在5V电压下的 tpd(MAX) (ns) 

在5V电压下的 tpd(MAX) (ns) 

主要特点

• 中等速度操作：tPHL = 60 ns（在 
VDD = 10 V 时）

• 标准化的对称输出特性

• 与正和负时钟脉冲边沿相同步的分

离串行输出，用于实现级联

主要特点

• 同步操作

• 个别预设至每个触发器

• 完全独立的干净输入

• 选通的输出控制线用于启用或停用
输出

• 负载控制线

• 二极管箝位输入

• 抗噪声能力强

• 宽工作温度范围

主要特点

• 边缘速率控制电路可显著改善噪声

特性

• Ioff 规格支持部分断电模式操作

• ESD 保护

• 匹配的上升和下降时间

• 可全面兼容 TTL 输入和输出逻辑电

平

封装选项

• CDIP

• CDIP SB

• CFP

• PDIP

• SO

• SOIC

• TSSOP

封装选项

• CDIP

• CFP

• LCCC

• PDIP

• SO

• SOIC

封装选项

• CDIP

• CFP

• LCC

• PDIP

• SOIC

• SSOP

• TSSOP

CMOS 逻辑

CD4000

晶体管 - 晶体管逻辑器件

TTL

晶体管 - 晶体管逻辑器件

FCT

应用

• 逻辑比较器

• 加法器 / 减法器
• 奇偶发生器和校验器
• 串行至并行数据转换
• 遥控保持寄存器

应用

• 高速计数设计

• 总线缓冲寄存器

• 与高电平电路的连接

• 驱动高电流负载

应用

• 可编程分频器

• 传输线

• 高速、低功率总线

• 总线接口

逻辑器件系列
CD4000、TTL 和 FCT

CD4000 器件示例

TTL 器件示例
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Resources
Package Options

8

10

14

16

18

20

24

28

38

48

56

64

P

N

NE

N

N

NT

D

D

D

DW

DW

DW

DW

DW

PS

NS

NS

NS

NS

DB

DB

DB

DB

DL

DL

DB DL

DCT

DBQ

DBQ

DBQ

PW

PW

PW

PW

PW

PW

DGG

DGG

DBT

DGG

 Pins    PDIP SOIC SOP SSOP QSOP TSSOP VSSOP

DDU

DGK DCU

DGN

DGS

资源
封装选项
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Resources
Package Options

3

4

5

6

8

9

10

12

14

16

20

24

25

30

32

36

42

48

56

80

DGV

DGV

DGV

DGV

DGV

DGV

DBB

PKDBZ

DBV DCK

DCK DBV

RGY

RGY

RSE

RUE

RUC

RSV

RHU
RGQ

DRS

RSE

DQE

DRY

DSF

DRJDRG

DRC

RSF

RGYRGT RTE

RGW

RHBRSMRGJ

RHH

RVA

YFC

DCY DZD

DRL DRT

DCQ

DRL

DRT

DCN

YZVYFP

YEA/YZAYZP

YFPYZP

YEA/YZA YFC

YEA/YZA

YZPYFP

YFP

YFP

YZP

YZTYFC

YFP

YFP

YFM

RGE

RTW RGE

RHL

DPW

 Pins   TVSOP  SOT QFN MicroQFN WCSP XLGA

8

12

20

24

48

54

56

72

83

96

114

VFBGA

GQL/ZQL

VFBGA

GKF/ZKF

ZXU

VFBGA

GQN/ZQNZXY

VFBGA

GQL/ZQL
ZQS

YFP

ZAH ZQC

ZRD

ZRG

ZRL

VFBGA

GKE/ZKE

ZST

 Pins BGA

资源
封装选项
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Resources
Related Logic Resources

Little Logic Guide
www.ti.com/lit/scyt129

Voltage Translation Guide 
www.ti.com/lit/scyb018

TI Logic and Linear Products
www.ti.com/lit/slyc125 

资源
相关的逻辑器件资源

《小逻辑器件指南》

www.ti.com/lit/scyt129
《电压电平转换指南》

www.ti.com/lit/scyb018
《TI 逻辑和线性产品》

www.ti.com/lit/slyc125

工程师与工程师面对面，

共同解决问题。

e2e.ti.com

TI E2ETM 
社区

跨越式启动设计流程

•  丰富齐全的参考设计

•  完整的原理图 / 方框图

•  物料清单 (BOM)
•  设计文件和测试报告

通过产品类型、应用或关键字来

搜索，从而为您的下一项设计找

到灵感。

www.ti.com/tidesigns
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     BQ24195 具有 5.1V 1A/2.1A 同步升压运行的由 I2C 控制的 2.5A/4.5A 单电池 
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重重要要声声明明

德州仪器(TI) 及其下属子公司有权根据 JESD46 最新标准, 对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改， 并有权根据
JESD48 最新标准中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售
都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的组件的性能符合产品销售时 TI 半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在 TI 保证的范围内，且 TI 认为 有必要时才会使
用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定，否则没有必要对每种组件的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应 用相关的风险，
客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 组件或服务的组合设备、机器或流程相关的 TI 知识产权中授予 的直接或隐含权
限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成从 TI 获得使用这些产品或服 务的许可、授权、或认可。使用
此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可，或是 TI 的专利权或其它 知识产权方面的许可。

对于 TI 的产品手册或数据表中 TI 信息的重要部分，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况 下才允许进行
复制。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

在转售 TI 组件或服务时，如果对该组件或服务参数的陈述与 TI 标明的参数相比存在差异或虚假成分，则会失去相关 TI 组件 或服务的所有明
示或暗示授权，且这是不正当的、欺诈性商业行为。TI 对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。

客户认可并同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由 TI 提供，但他们将独力负责满足与其产品及在其应用中使用 TI 产品 相关的所有法
律、法规和安全相关要求。客户声明并同意，他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识，可预见 故障的危险后果、监测故障
及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因 在此类安全关键应用中使用任何 TI 组件而
对 TI 及其代理造成的任何损失。

在某些场合中，为了推进安全相关应用有可能对 TI 组件进行特别的促销。TI 的目标是利用此类组件帮助客户设计和创立其特 有的可满足适用
的功能安全性标准和要求的终端产品解决方案。尽管如此，此类组件仍然服从这些条款。

TI 组件未获得用于 FDA Class III（或类似的生命攸关医疗设备）的授权许可，除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使 用的特别协议。

只有那些 TI 特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的 TI 组件才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同 意，对并非指定面
向军事或航空航天用途的 TI 组件进行军事或航空航天方面的应用，其风险由客户单独承担，并且由客户独 力负责满足与此类使用相关的所有
法律和法规要求。

TI 已明确指定符合 ISO/TS16949 要求的产品，这些产品主要用于汽车。在任何情况下，因使用非指定产品而无法达到 ISO/TS16949 要
求，TI不承担任何责任。

产产品品 应应用用

数字音频 www.ti.com.cn/audio 通信与电信 www.ti.com.cn/telecom

放大器和线性器件 www.ti.com.cn/amplifiers 计算机及周边 www.ti.com.cn/computer

数据转换器 www.ti.com.cn/dataconverters 消费电子 www.ti.com/consumer-apps

DLP® 产品 www.dlp.com 能源 www.ti.com/energy

DSP - 数字信号处理器 www.ti.com.cn/dsp 工业应用 www.ti.com.cn/industrial

时钟和计时器 www.ti.com.cn/clockandtimers 医疗电子 www.ti.com.cn/medical

接口 www.ti.com.cn/interface 安防应用 www.ti.com.cn/security

逻辑 www.ti.com.cn/logic 汽车电子 www.ti.com.cn/automotive

电源管理 www.ti.com.cn/power 视频和影像 www.ti.com.cn/video

微控制器 (MCU) www.ti.com.cn/microcontrollers

RFID 系统 www.ti.com.cn/rfidsys

OMAP应用处理器 www.ti.com/omap

无线连通性 www.ti.com.cn/wirelessconnectivity 德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com
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重重要要声声明明

德州仪器(TI) 及其下属子公司有权根据 JESD46 最新标准, 对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改， 并有权根据
JESD48 最新标准中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售
都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的组件的性能符合产品销售时 TI 半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在 TI 保证的范围内，且 TI 认为 有必要时才会使
用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定，否则没有必要对每种组件的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应 用相关的风险，
客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 组件或服务的组合设备、机器或流程相关的 TI 知识产权中授予 的直接或隐含权
限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成从 TI 获得使用这些产品或服 务的许可、授权、或认可。使用
此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可，或是 TI 的专利权或其它 知识产权方面的许可。

对于 TI 的产品手册或数据表中 TI 信息的重要部分，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况 下才允许进行
复制。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

在转售 TI 组件或服务时，如果对该组件或服务参数的陈述与 TI 标明的参数相比存在差异或虚假成分，则会失去相关 TI 组件 或服务的所有明
示或暗示授权，且这是不正当的、欺诈性商业行为。TI 对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。

客户认可并同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由 TI 提供，但他们将独力负责满足与其产品及在其应用中使用 TI 产品 相关的所有法
律、法规和安全相关要求。客户声明并同意，他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识，可预见 故障的危险后果、监测故障
及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因 在此类安全关键应用中使用任何 TI 组件而
对 TI 及其代理造成的任何损失。

在某些场合中，为了推进安全相关应用有可能对 TI 组件进行特别的促销。TI 的目标是利用此类组件帮助客户设计和创立其特 有的可满足适用
的功能安全性标准和要求的终端产品解决方案。尽管如此，此类组件仍然服从这些条款。

TI 组件未获得用于 FDA Class III（或类似的生命攸关医疗设备）的授权许可，除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使 用的特别协议。

只有那些 TI 特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的 TI 组件才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同 意，对并非指定面
向军事或航空航天用途的 TI 组件进行军事或航空航天方面的应用，其风险由客户单独承担，并且由客户独 力负责满足与此类使用相关的所有
法律和法规要求。

TI 已明确指定符合 ISO/TS16949 要求的产品，这些产品主要用于汽车。在任何情况下，因使用非指定产品而无法达到 ISO/TS16949 要
求，TI不承担任何责任。
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